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前言

　　集成电路是信息技术及其设备赖以生存的基石，主要用于处理、存储和传送数字信息与模拟信息
。
近年来，集成电路设计技术得到了飞速发展，已经可以将一个完整的系统集成到一个单一的芯片中，
即系统芯片或片上系统（system on achip，SoC）。
系统芯片是将原先由多个芯片完成的功能，集中到单芯片中完成。
更具体地说，它是在单一硅芯片上实现信号采集、转换、存储、处理和I／O等功能，或者说在单一硅
芯片上集成了数字电路、模拟电路、信号采集和转换电路、存储器、（2PU、DSP等，实现了一个系
统的功能。
　　系统芯片自20世纪90年代出现以来，受到了学术界与工业界的极大关注，它具有小型、轻量、多
功能、低功耗、高可靠性和低成本等特点，在计算机、通信、工业控制、交通运输、消费类电子等领
域的应用十分广泛。
　　系统芯片并不是各个芯片功能的简单叠加，而是从整个系统的功能和性能出发，用软硬结合的设
计和验证方法，利用芯核复用及深亚微米技术，在一个芯片上实现复杂功能。
系统芯片的出现给电路设计、测试、工艺集成、器件、结构，以及其他领域带来了一系列技术上的挑
战，主要体现在设计复用、低功耗设计、软硬件协同设计、总线架构、可测性设计、设计验证、物理
综合等方面。
　　系统芯片的设计主要涵盖设计复用技术、软硬件协同设计技术、纳米级电路设计技术。
设计复用主要是芯核设计、基于芯核的系统设计、多芯核的系统级验证与接口综合等。
软硬件协同设计主要是软硬件划分、硬件结构设计、基于硬件的软件结构生成、面向软件的多处理单
元设计等。
纳米级电路设计主要是时序综合及时延驱动的逻辑设计、低压低功耗设计等。
　　本书对系统芯片的设计与测试的关键技术与主要方法进行了论述，共分15章。
各章内容简要介绍如下：　　第1章说明数字集成电路的设计流程，介绍系统芯片的结构、系统芯片
涉及的多种关键技术。
　　第2章论述系统芯片的设计流程。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<系统芯片SoC的设计与测试>>

内容概要

系统芯片SoC能实现一个系统的功能，它是从整个系统的功能和性能出发，采用软硬结合的设计和验
证方法，利用芯核复用及深亚微米技术，在一个芯片上实现复杂的功能。
系统芯片具有速度快、集成度高、功耗低等特点。
本书详细介绍了系统芯片SoC的设计与测试的关键技术和主要方法。
全书共15章，内容包括：系统芯片的设计模式与流程、系统芯片的总线结构、芯核设计、软硬件协同
设计、系统芯片的存储系统设计、系统芯片中模拟/混合信号的设计、系统芯片的低功耗设计、信号完
整性、系统芯片的验证、系统芯片的可测性设计、测试调度与测试结构的优化设计、芯核的测试、系
统芯片的物理设计、片上网络等。
    本书可作为电子、通信、计算机、自动控制等学科高年级本科生和研究生的教材，也适合于从事电
子信息、数字系统设计、测试和维护等相关专业的研究人员、工程技术人员学习参考。
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章节摘录

　　集成电路主要用于处理、存储和传送数字信息与模拟信息。
近年来，集成电路设计技术得到了飞速发展，已经可以将一个完整的系统集成到一个单一的芯片中，
即系统芯片。
本章将说明集成电路芯片的设计流程，阐述系统芯片的原理及其关键技术。
　　1.1集成电路的设计流程　　集成电路自问世以来便得到了迅速发展。
1958年，世界上第一块集成电路在美国德州仪器公司（TI）诞生，这块集成电路上只集成了4个晶体管
。
1962年世界上出现了第一块集成电路正式商品。
1970年，lKbit的存储器问世，接着微处理器于1971年投入市场，从此宣告集成电路生产进入大规模集
成电路时代。
　　集成电路具有体积小、重量轻、寿命长和可靠性高等优点，同时成本也相对低廉，便于进行大规
模生产。
集成电路大大地促进了电子设备的小型化，与采用单个电子管和晶体管相比，采用集成电路可以大大
降低电子设备的功耗与故障发生率，使得复杂功能电子系统的设计和制造成为可能。
自从集成电路发明以来，经历了小规模（SSI）、中规模（MSI）、大规模（LSI）、超大规模（VLSI）
和甚大规模（ULSI）等发展过程。
　　集成电路设计是将系统、逻辑与性能的设计要求转化为具体的物理版图的过程，也是一个把产品
从抽象的过程一步步具体化直至最终物理实现的过程。
为了完成这一过程，人们提出了结构化和层次化的设计方法。
结构化的设计方法是把复杂抽象的系统划分成一些可操作的模块，允许多个设计者同时进行设计，而
且一些子模块的资源可以共享。
层次化的设计方法是在不同的多个层次上对系统进行设计，它能使复杂的系统简化，并能在不同的设
计层次上及时发现错误并加以纠正。
目前，在实际中进行具体的集成电路设计时，主要是通过EDA软件，完成逻辑级描述和电路级描述，
形成版图文件，根据版图文件制作掩膜版，在特定的工艺条件下加工制造，封装测试，最后形成集成
电路芯片。
集成电路芯片的设计流程如图1.1所示。
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